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Abstract (de)
Verfahren zur Herstellung einer Verbindung zwischen einem Crimpkontakt 16 und einem Litzenleiter 18 umfassend in einem ersten Schritt Einlegen
des Leiters 18 in eine Aufnahme 16a des Crimpkontaktes 16, ein einem zweiten Schritt Vercrimpen des Leiters 18 mit dem Crimpkontakt 16
durch einen Crimpstempel 4 und ein Crimpgesenk 6. Während des Vercrimpens werden das Crimpgesenk 6 und/oder der Crimpstempel 4 mit
Hochfrequenzschwingung angeregt.
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